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1. 公募の目的 

 公募対象
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3. 応募資格等（全公募に共通） 
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4. 応募方法（全公募に共通） 

5. 公募期間（全公募に共通） 

6. ヒアリング（全公募に共通） 

7. 応募機器の選定（全公募に共通） 

8. 選定結果の通知及び公表（全公募に共通） 
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9. 現場実証 
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10. 費用負担（全公募に共通） 

11. その他（全公募に共通） 
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hqt-dentsu@ki.mlit.go.jp


